
メタライズセラミック基板等の熱評価

国際標準化機構 ISO4825-1：2023-01 標準品

熱特性評価装置

デバイス基板の熱特性（熱抵抗）の評価装置

計測時には、下部を開き、サンプルをセットします。（下図参照）

＊ 開発中のため、外観は予告なく変更する場合があります。

◦	パワーデバイス基板の熱特性（熱抵抗）の評価装置
◦	「国際標準化機構 ISO4825-1：2023-01」に準じ評価
◦	モジュール構造による放熱特性の評価が可能
◦	基板の個別材料の放熱特性の測定評価が可能

パワー半導体/半導体材料をISO基準で評価
サンプルの熱特性（熱抵抗）評価の精度アップ！

解析システム（ソフト）を標準搭載
● 操作画面は「設定」「測定」「結果」「HELP」のシンプル構成

● TEGチップの加熱や、サーキュレータCFA302による冷却を集中管理

a. 測定サンプル表面をTEGチップで加熱

b. 測定サンプル裏面をヒートシンクで冷却

c. 表裏の温度差を求め、熱抵抗に換算

測定方法

国際標準化機構 ISO4825-1：2023-01
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced 
technical ceramics) --Test method for thermal property 
measurements of metalized ceramic substrates — Part 1: 
Evaluation of thermal resistance for use in power modules
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本体（計測部）

装置構成
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お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
●	メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより

受付しております

サンプルテストは可能ですか？Q
可能です。お客様のサンプルをTEGチップに取り付けて、熱抵抗を評価いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

どのような市場で使用できますか？また、対象はメタライズセラミック基板のみなのでしょうか？Q
自動車、電機、鉄道向けなどのパワー半導体の分野が対象となります。半導体の高熱伝導設計に貢献します。セラミック基板、伝熱材料、ヒートシンク
などのパワー半導体の部材にも適用できます。

Q&A 熱特性評価装置 TE100

TEGチップ（消耗品）
TEGチップはメタライズ基板などの評価用の試料にとりつけます。

仕様

型式 TE100
対応試験片サイズ

（ISO4825-1：2023-01 基準） 30×30mm

試験片荷重 10kg
温度特性 分解能≧0.01℃
電気抵抗値測定誤差 ±0.1ｍΩ（70～130Ωの範囲）
サンプリングレート 100サンプリング/sec（最大）
電源電圧 AC100V・50/60Hz
サイズ 制御部 W380×D470×H180mm

計測部 W380×D400×H320mm

型式 TEGチップ
発熱密度 1KW/cm²
最大投入電力 約250W
昇温速度 1.4×10⁴K/sec
サイズ（幅×奥行×高さ） 5×5×0.35mm

＊ モニター、キーボード、マウスは付属していません。

本体 TEGチップ

型式 CFA302
循環方式 外部密閉系循環
冷却方式 空冷
温度制御範囲 −10～60℃
電源容量 AC100V・13.8A
サイズ W380×D565×H725mm

サーキュレータ 外部密閉系精密循環装置ネオクール

メタライズ基板評価用の標準試料

（実寸サイズ）

30mm

30
m

m

TEGチップ（SiC micro heater chip）
Cu/Au electrode pad

Back side
Metalized by Ti/Ag

TEGチップ
（発熱体）

Pt thin film heater
（ 〜30Ω ）

Pt thin film sensor probe
（ 〜70Ω ）

5mm×5mm, 4H n-SiC chip

サンプルテストが可能です。
お近くのヤマト科学までお問合せ下さい！


